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Handhabung, Verpackung, Transport
und Einsatz feuchtigkeits-/reflow-

und/oder prozessempfindlicher Bauteile

1 VORWORT

Das Aufkommen oberflächenmontierter Bauteile (SMD) führte zu einer neuen Klasse von Qualitäts- und Zuver-
lässigkeitsgesichtspunkten in Bezug auf Schäden, die durch den Reflow-Lötprozess hervorgerufen werden, wie Risse
und Delaminierungen. Dieses Dokument beschreibt die standardisierten Klassen der Bauteil-Verweilzeit (floor life) für
feuchtigkeits-/reflowempfindliche SMD-Gehäuse im Zusammenhang mit den Anforderungen an Handhabung, Verpackung
und Transport, um feuchtigkeits-/reflow-ausgelöste Schäden zu vermeiden. Die begleitenden Dokumente J-STD-020 und
J-STD-075 definieren jeweils das Klassifizierungsverfahren, JEP113 definiert die Kennzeichnungsanforderungen.

Die Feuchteempfindlichkeit entsteht durch Luftfeuchtigkeit, die per Diffusion in durchlässige Gehäusematerialien eindringt.
Bestückprozesse, die SMD-Bauteile mit Leiterplatten verlöten setzen den ganzen Bauteilkörper Temperaturen über 200 °C
aus. Während des Reflowlötens kann das Zusammenwirken von schneller Feuchtigkeitsausdehnung, unterschiedlichen
Wärmeausdehnungskoeffizienten sowie Funktionsminderungen an Materialgrenzschichten dazu führen, dass Risse
und/oder Delaminierungen an kritischen Grenzflächen innerhalb des Bauteils auftreten.

Typische Reflow-Lötprozesse von Interesse für alle Bauteile sind Infrarot (IR), Konvektion/Infrarot, Konvektion,
Dampfphase (VPR), Heißluft-�acharbeits-Werkzeuge und Wellenlöten einschließlich vollständiges Eintauchen.

�icht-Halbleiter-Bauteile können neben der Feuchteempfindlichkeit zusätzliche Prozess-Empfindlichkeiten wie thermische
Empfindlichkeit, Flussmittel-Empfindlichkeit oder Empfindlichkeit bezüglich Reinigungsprozessen aufweisen.

1.1 Zweck Der Zweck dieses Dokuments ist es, Herstellern und Anwendern standardisierte Methoden für Handhabung,
Verpackung, Transport und Einsatz feuchtigkeits-/reflow- und prozessempfindlicher Bauteile, die den in J-STD-020 oder
J-STD-075 definierten Klassen zugeordnet sind, zur Verfügung zu stellen. Diese Methoden sollen verhindern helfen, dass
Schäden durch Feuchtigkeitsaufnahme, in Verbindung mit Reflow-Löttemperaturen, zu einer Verminderung von Ausbeute
und Zuverlässigkeit führen. Bei Anwendung dieser Verfahren kann ein sicherer Reflowprozess erreicht werden. Der hier
definierte Prozess der feuchtigkeitsgeschützten Umverpackung bietet eine zulässige Lagerdauer von mindestens 12 Monaten
ab Versiegelungsdatum.

1.2 Anwendungsbereich Diese Richtlinie gilt für alle Bauteile, die für Reflow-Massenlötprozesse während der
Leiterplattenbestückung vorgesehen sind. Das umfasst Kunststoffgehäuse, prozessempfindliche Bauteile sowie andere
feuchteempfindliche Bauteile aus feuchtigkeitsdurchlässigen Materialien (Epoxidharz, Silikon und andere), die der
Umgebungsluft ausgesetzt sind.

1.3 Montageprozesse

1.3.1 Reflow-Massenlöten Diese Richtlinie gilt für die Montage durch Reflowlötprozesse Infrarot (IR), Konvektion/Infrarot,
Konvektion und Dampfphase (VPR). Sie gilt nicht für Massenlötprozesse, bei denen die Bauteilkörper in geschmolzenes
Lot getaucht werden (z. B. Wellenlöten von „über Kopf“ montierten Bauteilen). Solche Prozesse sind für viele SMD-
Bauteile unzulässig und werden von den Qualifizierungsrichtlinien für Bauteile, die Grundlage für dieses Dokument
sind, nicht abgedeckt.

1.3.2 Lokale Erwärmung Diese Richtlinie gilt ebenfalls für feuchtigkeits-/reflowempfindliche SMD-Gehäuse, die
durch Einbringung lokaler Umgebungswärme (z. B. �acharbeit mittels Heißluft) montiert oder entfernt werden. (Siehe
Abschnitt 6).

1.3.3 Gesockelte Bauteile Diese Richtlinie gilt nicht für gesockelte SMD-Gehäuse, die den Reflow-Löttemperaturen weder
beim Massen-Reflowlöten noch bei der �acharbeit an benachbarten Bauteilen ausgesetzt sind. Diese SMD-Gehäuse sind
nicht gefährdet und erfordern keine Feuchteschutzbehandlung.
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